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»perfeccionamientos en la preparacidn de resinas sintéticas
foliéster, especlalmente destinadas & alslamiento de conduc-—
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Memorda _descript iva.

La presente invencidn se refiere a resinas sintéti-

cas poliesteres, y mds concretzmente a resinas polidsteres
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que contienen dcidos aromédticos polifuncionales, polioles

de cadena cortay y un compuesto alifdtico de cadena larga.
Las necesidades de la industria de las comunicacio-

nes para alambre de bobinado de empleo en bobinas, transfor-

madores, relés, eto. son muy importantes, del orden de mi-

llones de kilogramos por aflo. Este alambre debe ser dotado

generalmente de un revestimiento aislante, Una formulacidn

~ de revestimiento que se emplea actualmente es un compuesto

oleoresinoso que se hace de aproximadamente igusles partes
de acelte de ricino y *”Pentalyn-g” que es la marca registra-
de de una resina disponible comercialmente. Se 1leva a cabo
el revestimiento con regimenes de produceidn haciendo pasar
el slambre sobre un rodillo de revestimiento parcizlmente
sunergido en un baefio de una solucidn de sélidos de resina
parcielmente curados en una mezcla de disolventes orgénicos,
permitiendo la evaporacidn de los disolventes y curando la
resina por calentamiento. De este modo, actualmente se da
salida directamente a la abmdsfera a grandes cantiidades de
dichos disolventes. Evitar dicha salida proveyendo para ello
quemadores catalfticos para descomponer los disolventes re-
gquirirfia un importante desembolso econémico. De acuerdo con
wna varisnte, dicha salida de disolvente se puede impedir
empleando una formulacidn de resina cuyo estado parcialmente
curado es soluble en medio acuoso de manera que seria expe-
dido principahmehté vapor de agua a la atmosfera. Sin embar—
g0, las resinas disponibles en ellmereado que son solubles
en medio acuoso no son generalmente apropiamdos por empleo
como revestimientos aislantes en aplicadiones eléctricas.
Tales resinas carecen en general de una o mds de las siguien

tes caracteristicas convenientes: (1) coste de materiales
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bajo, (2) curado térmico rapido, (3). revestibilided, (4) re-
sistencia a la ruptura dieldctrica, (5) resistencia al calor,
y (6) resistencia mecdnica y flexibilidad.

Se han hecho esfuerzos de fabricacién y se contindan
haciendo para hallariuna composicidn de resine adecuada solu-
ble en agua para emplear como revestimiento aislante eléetri
co,

Se han desarrollado resinas del tipo polidster dlecali-
solubles (-es decir, solubles en dlcall) gue presentan carac—
teristicas excelentes como composiciones de revesgtimiento, ¥y
particularmente como revestlmientos aislantgs pars alambre,
las resinas estd4n compuestas de uno o mds doidos o anhidridos
aromdticos polifuncionales, un compuesto alifdtico de cadena
larga que contiene al menos dos grupos funcionales hidroxilo,
estando el compuesto presente en una cantidad de un 10 a un
40% en peso del peso total de la resina, y uno o més polioleé
de cadena corta en una cantidad suficiente para aportar la re-
lacidn total de grupos funcionales hidroxile (comprendiendo
los de los compuestos alifdticos de cadena larga, asi como los
de los polioles de cadena corta) a 1los grupos dcido (relacidn
OH/COOH) desde 1,05 a 1,3. Los dcidos o amhfdridos aromdticos
polifuncionales comprenden un dcido o anhidrido trifuncioneal
vy hasta un 50% en peso de un dcido o anhidrido difuncional,
Los poliéles de cadena corta comprenden dioles y trioies.

En consecuencia, la invencidn consiste en unos perfeg
cilonamientos en la preparacién ds resinas sintéticas, que
comprenden por lo menos un dcido aromdtico polifuncional di-
funcional o trifuncional que contiene grupos dcidoy un com—

puesto alifdtico de cadena Iarga que contiene al menos dos
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grupos funcionales hidroxilo, estando el compuesto presente
en una proporcidén de un 10 a un 40% en peso del peso total

de la resina ¥ con al menos wdiol o triol presente en una
proporcién suficienfe pera llevar la relacidn totel entre los
grupos funcionales hidroxilo y los grupos 4cido en la resina
de 1,05 a 1,3 siendo la resina soluble dlcali en un estado
no curado. )

La presente invencidén provee, ademds, una resina sin
tética,

Las composiciones preferidas de dichas resinas pueden
contener ciertos polioles de cadena corta que tienen enlaces
éter en una proporcidn suficiente para dar como resultado de
0,1 a 0,5 o por lo menos 0,2 a 0,5 de enlaces $ter para cada
grupo de hidroxilo del poliol de cadena corta.

El curado de las resinas se efectda mediante calor
hasta un peso molecular de alrededor de 2.000 a 5.000 y son
solubles en medios acuoso alcalino en estado parcialmente
reaccionadoe.

Bl dcido o anhidrido aromdtico trifuncional presente
en la resina es generalmente dcido o anhidrido trimelitico.
Si se desea para reducir el nimero de grupos funclonales con
el fin de disminuir la solubilidad de la resina parcialmente
curada o para limitar el peso molecular obtenible en la resi-
na curada, hasta un 50% en peso del dcido o anhidrido trifun-
cional tal como mahidrido f£tdlico o dcido isoftdlico. Mds alld
del 50% tanto la solubilidad de la resina parcialmente reaccilp
nada como la resistencia mecdnica de la resina curada resul-
ten perjudicadas,

Bl compuesto alifdtico de cadena larga debe contener
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por lo menos dlez dtomos de carbono por molécula y por lo me-
nos dos grupos funcionales hidroxilo por molécula. Este com-
puesto, cuando estd presente en una proporeidén de un 10 a
un 40% en peso del peso total de la resina introduce cade-
nas alifdticas largas en la cadenz principal del poliéster,
ademds, la presencia del compuesto alifdtico en una propor-
cidn de un 10 & un 25% en peso sobre el peso total de la re-
gina es §til. Ta adicidn del compuesto alifdtico da por re—
sultado una’Peraterizacién® o Peratering” reducida en la re-
sina parcialmente curada y %1exibilidad mécénica mejorada de
la resina curada por completo., La craterizacidn es la forma-
cidn de indentaciones o créteres en la superficie de la resi-
na durante el curado ocasionada por la presencia de partfcu-
las de polvo u otros contaminantes. Con Ies mencionadaspropé
sitos es preferible afiadir esihe compuesto en la proporcidn
de un 25 a u 35% en peso del peso total de la resina. Compues
tos tipicos que han resultedo apropiados debido al coste re-
lativamente bajo de sus materiales son acelte de ricino y sus
derivados, tales como ésteres de 4cido rocinoleico o deido hi
droxi estedrico o mezclas de ellos. "
Los polioles de cadena corta comprenden dioles y trig
les que tienen menos de diez Atomos de carbono por molécula,
En general, los dioles tales como proplilenglicol, etilengli-~
col y pentanodiol serdn los componentes esenciales de dichos
yolioles, que proveen los grupos hidroxilo para reaccionar
con los grupos dcido de los deidos aromdticos para formar las
cadenas de polidster. ILos trioies son componentes secundarios
que se agregan hasta una proporcién 20% en peso con el fin

de mejorar la dureza de la resina curada, en una proporecidn
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mayor la resina curada es demasiado frdgll para efectuar el
revestimiento de alambre,
Es convenlente para conseguir el adecuado peso mole-—

cular de la resina curada que la relacidn de los grupos fun-

“¢ionales hidroxilo totales aportados por los polioles de

cadena corta y los compuestos alifdticos de cadena larga a
los grupos dcidos totales se halle dentro de la gama de 1,05
a l,5 o al menos 1,1 a 1,35, Por debajo de estas cifras el pe-
so molecular serfa demsaiado elevade para permitir la descom

posicidn térmica controlada de la resina, como sc¢ describe,

por encima de dichas cifras, el peso molecular serfi demasia-

do bajo, dando por resultado una resistencia y una dureza in-
suficientes de la resina. .

En algunos casos puede ser conveniente introducir en—
laces éter en las moléculas de resina con el fin de permitir
la descomposicidn de la resina bajo la influencia de tempera-—
turas mayores que las halladas ordinariamente en el empleo;
es decir, el calor de soldadura de artfculos metdlicos reves-—
tidos con la resina. En general, se ha hallado que el empleo
de dioles tales como dipropilenglicol y dietilenglicol dan
por resultado una distribucidn insatisfactoria de enlacess
éter a lo largo de todas las moléeulas de la resina curada.y
que las caracteristicas de descomposicidn térmica convenien-
tes son logradas manteniendo para ello una relacidn de enla-

ces éter totales y grupos hidroxilo del poliol de cadena carta
totales dentro de las gamas de O,1 a 0,5 6 0,2 a 0,5 por de—

bajo de las cuales la temperatura de descomposicidn es dema-
siado elevada y por encima de las cumles la resina tiende =

gser viscosa a temperatura ambiente y seria excesivamente sus-
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ceptible a la degradacidn térmica.

En esta descripcidén se emplean los términos.%resina
parcislmente reacclonads” y ”Qesina curads”., EL fermino #me-
sina parcialmente reaccibnada” se refiere a que la resiné
estd a un estado rpéximo a su‘punto de gelificacidn, El ,
punto de gelificacidn es un término bien conocido en la
técnica y puede hallarse fdcilmente mediante experimenta-
cién corriente. En el caso en que la resina se ha de emplear
como un revgstimiento de alambre conductor, es preferible
efectuar la reaccidn parcial tan proxima al punto de geli-
ficacidn como sea posible con el fin de reducir al mfnimo
el tianpo’necesério para el curado. En el caso de las resi-
nas de la invencién, la valoracidn hasta un indice de 4eido
de aproximadamente 80 a 100 indicaria una progresién dptima
de la reaccidén parcial correspondiente s un peso'molecular
de aproximadamente 1000.

Bl término ”resina curada” significa una resina en
la que el indice de deido ha sido obtenido tan proximo a
cero como es posible practicamente. Las resinas descritas
tendrdn pesos moleculares entre 200y 50® en el estadocurado.
?ipicamente, el curado se puede efectuar calentando la resina
hasta una temperatura entre 150 y 5002C, ‘

La solubilidad de la resina pércialmehte reacclonada
en medio acuoso alcalino, determinada por la viscosidad de
la solucién, se incrementa con el incremento .de pH y es 6pti—
ma cuando ha sido afiadido suficlente dlcall para producir un
PH de 9. Por debajo de un pH de 4 la solubilidad es insuficien

te, dando por resultado una solucidn demasiado viscosa,

El 4lcali empleado debe tener suficiente volatilidad
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para ser retirado durante el curadq. Alcalis apropiados son
emon{aco y sminas de bajo peso molecular, pero el amoniaco
es preferible por su economfa y volatilidad. Cuando se uti-
1iza el amonfaco, es generalmente preferible ajustar el pH
de la solucidn de resina parcialmente reaccionada a aproxi-
madamente 6,8 o menos con el fin de impedir la descarga de
un exceso de gas amonfaco antes y durante la operacién de
revestimiento.
EJEMPLO 1

p.'-'Se glaboraron resinas con las composiciones que se
indican en la Tabla 1, cuyas resinas se llevaron al estado
parcialmente reaccionado, celenténdolas para ello hasta aproxi
madamente 2002C durante 90 minutos. Después de 30 minutos de
calentemiento, los fndices de dcido de las resinas fueron
determinados cada 20 minutos mediante el procedimiento ASTM
(Sociedad Americana para la prueba de materiales) D1639. Des—
ﬁués de 90 minutos fueron obtenidos Indices de dcido de 80 a
100 v se dejardn enfriar las resinas. Cuando las resinas lle-
garén a una temperatura de unos 1402C aproximademente, se de-
terminarén nuevamente los fndices de deido. Guando la tempe-
ratura de la resina alcanzé los 10020, se calculardn las can-
tidades de amonlaco necesarias para'neutralizar las resinas
¥ se agregardn como soluciones al 5%. Luego, las soluciones
neutralizadas fueron diluldas con agua para lograr contenidos
sélidos de resina entre wn 30 y un 50% y se ajustd el pH de
las soluciones a 6,8. Despuds cada ooﬁposicién de resina fué
aplicada como revestimiento sobre un alambre de bobinado de
calibre 36, disponiendo y curando cinco capas de resina sobre

el alambre, Esto se llev6 a cabo haciendo pasar alternativa-
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mente el alambre sobre una serie de cinco rodillos de reves—
timiento parcialmente sumergidos en bafios de la solucidn de
resina y a travéds .de cinco calentadores de una longitud de
243,84 cm. a aproximadamente 6;096 eme. por minuto a una tem-
peratura de aproximadamente 5002C. Bsto did por resultado un
revestimiento final de resina de un espesor de aproximadamen
te 0,005 mm. a 0,010 mm. La continuidad del revestimiento fué
medida empleando el procedimiento ASTM D1670-76. Los errores
de discontinuidad fueron menores de uwno,por 3.048 cm de alam—
bre que estdn sustancislmente por debajo del nivel méximo

aceptable de aproximademente 10 por 3.048 cm.

Tabla 1

A DEG k& GO & ID EA LA
1 40,80 34,21 == 19,12 5,87 —em = -
2 42,43 25,97 12,27 19,33 —  — — -
3 43,49 26,61 12,91 16,99 — e — -
4 42,60 34,74 =~ 11,10 - 11,54 == -
5 33,82 26,55 13,39 13,21 13,03
6 33,29 26?14 13,18 13,00 . 14,39
T 41,51 3% 26405 32,43 = _— = -
8 45,84 — 30,28 23,88 _
TMA « Acido trimelitico. G - Glicerina,
DPG - Dipropllenglicol. PD - Pentanodiol,
- éropilenglicol} PA - Anhfdrido Ptélico
GO0 - Aceite de ricino. IPA - Acido isoftdlico.
EJEMPLO 2

El alargemiento de las resinas eompletamenté curadas
fué medido de acuerdo con el procedimiento ASTMD 522 formardo

revestimientos de un espeésor de 0,0127 a 0,0254 mm, de las
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soluciones de resina parcialmente curada sobre plezas en bru
to, curando por completo los revestimientos a 2002C durante
30 minutos y doblando la estructura resultante. Todos los re-
vestimientos presenta¥on un alargamiedto mayor de un 30% que

es superior al adecuado para revestimlentos de alambre conduc

tor.

Sobre el alambre conductor revestido citado fueron
medidas la ruptura dieléctrica y la resistencia a la descom-—
posicién térmica y se hallarén 7000 volt por 0,0254 mm, valor
que es sustancialmente mayor que el requerido pars los reves—

timientos de alambre de bobinado previstos.

Se relvindics coﬁéudbjétdldeAia presente patente de
invencidn: ‘

1.~ Perfeccionamientos en la preparacidn de resinas
sintéticas poliéster, especialmente destinadas a aislamiénto
de conductores, segin los cuales la resina se elabora a base
de al menos un 4cido aromdtico polifuncional, que puede ser
difuncional o trifuncional, que contenga grupos dcido; un
compuesto alifético de cadena larga que contenga al menos dos
grupos funcionales hidroxilo; y al menos un diol o triol de
cadena corta; adoptando relaclones tales entre dlichos compo-
nentes que los grupos funcionales hidroxilo del compuesto ali~
fatico y del poliol reaccionen con los grupos funcionales dcil

do de los 4cidos aromditicos para formar la cadena fundamental

(e
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del poliéster que sea suficientemente larga para alcanzar un
peso,molecular de un valor comprendido entre 2,000 y 5.000
para el cual la resina es curable por calor y resulta solu- -
ble en medio acuoso alcalino en estado no curado; para lo
cual el compuesto alifatico de cadena larga debe intervenir
én la relacidn de 10 a 40 % en peso sobre el peso total de

la resina, y el polio; debe hacerlo en un valor suficiente

‘para que la relacidn total entre los grupos funcionales hidro

xilo, tanto del compuesto alifdtico de cadena larga como del
poliol, y los grupos funcionales dcido de los 4cidos aromd-
ticos esté comprendida entre 1,05 ¥ 1,3

2 .~ Perfeccionamientos en la preparacidn de resinas
sintéficas poliéster, segin la reivindicacidén 1, en las que
los dioles o trloles contienen enlaces éter en una cantidad
que corresponde a una relacién de enlaces ‘éter y grupos hi-~
droxilo toﬁales de los dioles o trioles de 0,1 a 0,5,

3}- Perfeccionamientos en la preparacién de resinas
sintéticas poliéster, segin las reivindicaciones 1 6 2, en
los que el compuesto alifdtico estd presente en la proporcidn
de un 25 a un 354 en peso sobre el peso total de la resiné&

4.~ Perfeccionamientos en la preparacién de resinas
sintéticas poliéster, segén la reivindicacién 1, en los qua
el compuesto alifdtico esté presente en una proporeién de un
10 a un 25% en peso sobre el peso total de la resina y los
dioles o trioles estén presentes en una proporcidn suficien-
te para llever la relacidn de grupos funcionales hidroxilo y
grupos 4dcido de la resina de 1,1 a 1,3,

5;— Perfeccionamientos en la preparacidén de resinas

sintéticas poliéster, seglin la reivindicacién 4, en los qw

e
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los dloles o trioles contienen enlaces éter en una proporcién
que corresponde a una relacién de enlaces éter y grupos hi-
droxilo totales de los dioles o trioles de 0,2 a 0,5.

6.- Perfeccionamientos en la preparacién de resinas
sitéticas polidster, segin las reivindicaciones 4 6 5, en los
que el compuesto alifdtico estd presente en la proporcidn de
un 14 = un 20% en peso sobre el peso total de la resina.

7;~ Perfeccioneamientos en la preparacidn de resinas
sintéticas poliéster, segin una cualquiera de las reivindica
ciones 1 a 6, en los que el compuesto alifdtico contiene por
lo menos 10 dtomos de carbono por molécula.

8.~ Perfeccionamientos en la preparacidén de resinas
sintéticas poliéster, segin cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 7, én los gue los dioles o trioles contienen menos
de 10 dtomos de carbono por molécula.

9.~ Perfeccionamientos en la preparacién de resines
sintéticas polidster, segin cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 8, en los que los dcidos aromdticos difuncionales es
tén presentes en una proporcién de hasta 50% en peso de los
dcidos arométicos;

10+~ Perfeccionamientos en la preparacion de resinas
sintéticas poliéster, segin cualquiera de las,precedentes rei
vindicaciones, en los que el dcido aromético es dcido trime-
1iticos

1l.» Perfeccionamientos en la preparacién de resinas
sintéticas poliéster, segin cualquiera de las precedentes rei-
vindicaciones, en los que el compuesto alifdtico es aceite de
ricino, un éster de dcido ricinoleico, dcddo hidroii~esteérico

0 una mezcla de estos componentes,
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12.~ Perfeccionemientos en la preparacidn de resinas

- 13 -

sintéticas poliéster, segin cualquiera de las reivindicacio-
nes precedentes, en los que el diol es propilenglicol, etilen-
glicol, pentanodiol o dipropilenglicol.

13.~ Perfeccionmmientos en la preparacién de resinas
sintéticas poliéster, ségin cualquiera de las reivindicacio-
nes precedentes, en los que el triol estd presente en una
proporcidn de hasta 20% en peso de la resina.

1l%%- Perfeccionamientos en la preparacidén de resinas
sintéticas poliéster, especialmente destinadas a ailslamiento
de conductores,

Esta memoria consta de trece pdginas escritas por una

s6la cara.

BARCEIONA, 5 de abril
P.A.



	Bibliographic data
	Description
	Claims



